
ICS25.010

团体标准
T/SZBSIA004-2025

代替T/SZBSIA004-2022

LED固晶机技术规范
LED Die bonder technical norm

2025-12-2 发布 2025-12-2 实施

深圳市宝安区半导体行业协会发布

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



目录

1 范围................................................. 1

2 规范性引用文件 ....................................... 1

3 术语和定义............................................2

3.1 LED ................................................. 2

3.2 固晶机 .............................................. 2

4 结构、基本参数及工作条件 ............................ 2

4.1 结构............................................... 2

4.2基本参数 .............................................3

4.3 工作条件............................................ 5

5 技术要求 ..............................................5

5.1 基本要求 ............................................ 5

5.2 加工及装配要求 ..................................... 5

5.3 整机性能 ........................................... 6

6 试验方法 ............................................. 9

6.1 试验准备 ............................................ 9

6.2 加工及装配试验.......................................10

6.3 整机性能 ........................................... 10

7 使用说明书、标志、包装、运输和贮存 ..................15

7.1 使用说明书......................................... 15

7.2 标志............................................... 15

7.3 包装............................................... 15

7.4 运输和贮存 ......................................... 15

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



前言

本文件依据GB/T1.1-2020《标准化导则第一部分：标准化文件

的结构和起草规则》起草。

本文件代替T/SZBSIA 004-2022《LED半导体固晶机技术规范》，根

据GB/T1.1-2020修订了文件结构与格式规范。

与T/SZBSIA 004-2022相比，变化如下：

a）规范性引用文件进行了更新；

b）修订了4.9基本参数表；

c）修改了6.3整机性能中“摆臂上下预备位置”的相关数据；

d）删除了6.3整机性能中“摆臂死位”部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不

承担识别专利的责任。

本文件由深圳市宝安区半导体行业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳新益昌科技股份有限公司、深圳市

宝安区半导体行业协会、深圳市洲明科技股份有限公司、佛山市国

星光电股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司广州分公司、深

圳雷曼光电科技股份有限公司、深圳市锐骏半导体股份有限公司、

深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳市秀武电子有限公司、深圳市

信展通电子股份有限公司、深圳市宝安区集成电路产业技术创新联

盟、深圳市时创意电子有限公司、深圳清华大学研究院、深圳市路

远智能装备有限公司、深圳市振华兴科技有限公司、深圳市晶凯电

子技术有限公司
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LED固晶机技术规范

1 范围

本文件规定了LED固晶机的术语和定义、结构与基本参数、技术要

求、试验方法、检验规则、使用说明书与标志、包装、运输和储存。

本文件适用于LED固晶机。

2 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少

的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适

用于本文件。

GB/T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技
术条件

GB/T 14253-2008 轻工机械通用技术条件

GB/T 26155.1 工业过程测量和控制系统用智能电动执行机
构第1部分通用技术条件

GB/T 150.4-2024 压力容器第4部分：制造、检验和验收

GB/T 5465.2-2023 电气设备用图形符号第2部分：图形符号

GB/T 7932-2017 气动对系统及其元件的一般规则和安全要

求

GB/T 17248.3 声学机械和设备发射的噪声

GB17799.4-2012 电磁兼容通用标准工业环境中的发射

GB/T 18209.3-2010 机械电气安全指示、标志和操作第3部分：

操动器的位置和操作的要求
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GB/T 24342-2009 工业机械电气设备保护接地电路连续性

试验规范

GB50073-2013 洁净厂房设计规范

JB/T 8356-2016 机床包装技术条件

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 9969 工业产品说明书总则

GB/T 13306 标牌

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 LED

通常指发光二极管。

3.2 固晶机

将LED芯片(也称：晶片)从蓝膜转移并贴合至基板的设备。

4 结构、基本参数及工作条件

4.1 结构

LED固晶机结构见图1
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4.2基本参数

基本参数见表1

表1基本参数

序号 项目 检验标准

1

系统功能

SystemFunction

生产周期 40ms

2 定位精度 ±1mil(±25μm)

3 角度精度 ±3°
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4 晶片XY工作

台

ChipXYWorkbe

nch

晶片尺寸 3milx3mil~80milx80mil

5

晶片最大角

度修正 ±180°

6

最大晶片环

尺寸 6"(152mm)外径

7

最大晶片面积

尺寸 4”

8

分辨率(XY轴读

头) 1μm

9

同时处理晶

圆数量 二片

1O 图像识别系统

Image

Recognition

System

灰阶度
256级灰度(Level

Grey)

11
分辨率 659×492像素(Pixels)

12 图像识别精

准度
±0.025mil@100mil观

测范围

13
吸晶摆臂系统

Crystalabsorbing

swingarmsystem

双吸晶摆臂 90°旋转固晶

14
吸晶压力 可调30g—250g

15

送料工作平

台Loading

Workbench

基板行程范围
160mm*75mm

16
XY分辨率 0.02mil(0.5μm)

17

所需设施

FacilitiesNeeded

电压/频率 220VAC±5%/50HZ

18
压缩空气 0.5MPa(MIN)
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19
耗气量 40L/min

20 额定功率
1650W

4.3 工作条件

a)环境温度：24℃恒温，不超过26℃;

b)相对湿度：30%-70%。

5 技术要求

5.1 基本要求

a)固晶机设备应按规定的程序、批准的设计图样和技术文件组织

生产，并符合标准的规定；

b)零部件应符合相应标准要求；

c)固晶机设备应符合安全性要求；

d)外观不得有图样规定外的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤

等缺陷；

e)管子不得出现扭曲、折叠等现象；

f)油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥

离、锈蚀和锈痕等缺陷；

g)整机布线：布线美观，无杂乱、交叉、松脱等缺陷；

h)门板配合：缝隙均匀，同一平面偏差不超过1mm,间隙不超过5mm;

i)颜色外观：各门板无变形，划伤，色差，掉漆等外观现象。

5.2 加工及装配要求
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5.2.1 基本尺寸

待检测之产品的规格尺寸，依据图纸、外来标准或选定标准等

有关技术资料，按规定的抽样标准进行抽检。

5.2.2 螺纹

a)通端全通过，止端2.5圈以下止住(如果是通孔要试牙的两

端),要电镀的货品可以宽到3圈止住；

b)特别要求时，止端可以全通过，盲孔产品则要求牙的深度

符合图纸要求。

5.2.3 孔

a)如果用塞规检验，塞规的通端全通过，同时止端在孔的内

倒角处止住(如果是通孔要试孔的两端),盲孔产品则要求孔的深

度符合工程图纸要求；

b)如果用内径千分尺或表卡检验，则要能满足图纸要求尺寸。

5.2.4 螺丝

a)各调节杆与调节机米是否紧固：调好后加螺纹固定胶；

b)螺丝5S：机台各台面无多余螺丝、弹片、平垫等异物及其

他脏污现象。

5.2.5 运动复位

a)不带电，行程内手动移动各组件：各组件运行顺畅，无明显

卡滞、虚位、异响等不良；

b)带电，对各组件进行运动复位：各组件相互无干涉碰撞。

5.3 整机性能
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5.3.1 固晶模块

a)针高度：偏心轮结构顶针高度为3000-3300脉冲；

b)臂上下固晶位置：4500-5500脉冲；

c)臂上下吸晶位置：比固晶位小50-500脉冲；

d)摆臂上下预备位置：比固晶位小1300脉冲以上；

e)点胶上下的点胶位置：点胶位1200-1300脉冲；

f)点胶前后的点胶位置：点胶为死位，加减10个脉冲摆臂不动，

点胶位700-800脉冲；

g)点胶前后的沾胶位位置：点胶头点在胶杯胶槽的中间位置；

h)Y平台工作范围：XY限位范围内晶框不能与其它机构相撞，且

XY工作半径为60000,分别加减两个脉冲，芯片能动；

i)点偏移量：锚点偏移量与中心位置(X:320,Y:240)不能超过20;

j)B、C处工作台行程：限位光电是否正常，6个点检测工作台水平

度±25脉冲，并记录数值；

k)U轴正限位：触点探测是否有效，探测线是否绑牢固；

1)三晶环中心点：三个晶环中心是否一致；

m)是否用高速相机查看：U轴上下行动作是否顺畅，无晃动到位

；

n)连续固晶1小时：固晶过程无异常，如料盒不稳、支架卡顿、晶

框切换掉落等；

o)固晶外观要求：无碎芯片、跳芯片、叠芯片等外观不良；

p)固晶规格要求：XY偏移要求：±25μm,T旋转要求：±3°;

q)PCB对点要求：BC运行±20μm;

r)点精度要求：找晶，固晶PR定位不能大于5个脉冲；
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s)是否用高速相机查看：吸晶上下行动作是否顺畅，无晃动到位

。

5.3.2 软件模块

a)检查软件：软件安装正确，且为最新版本；

b)软件参数：各软件参数在要求范围内；

c)软件备份及杀毒：做好软件备份、桌面文件清理及机台杀毒工

作。

5.3.3 光学模块

a)镜头同轴度，垂直度：调节放大放小保证影像不偏移，镜头垂

直，清晰，无污点；

b)辅助侧灯：辅助侧灯照正顶针帽中心；

c)灯光控制：各灯光(同轴灯、环灯、边灯)对应亮度调节，

灯箱完好。

5.3.4 电路模块

a)急停开关：按下急停开关后，各电机不工作；

b)备用电源：机台断电后，UPS还能正常供应PC电源一段时间

c)电机驱动板：电流与方向跳线是否正确；

d)信号卡、驱动板、I/O板、光纤等：指示灯运行正常，无闪红

灯、不亮等异常情况；

e)风扇、警钟：散热风扇、离子风扇有风，警钟三色正常，急

停开关有功能；

f)PC组件：显示器、USB接口、键盘、摇杆等功能正常。

5.3.5 气路模块

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/SZBSIA 004-2025

9

a)正压表的设定值：0.35-0.6MPa;

b)负气压表的设定值：-75/-80KPa;

c)正、负气路是否漏气：无漏气声机台停止时正、负压表数值

保持不变；

d)气压调节阀：各气压调节阀锁紧螺母锁紧，气压适中，无明

显撞击声；

e)气缸调节阀：各气缸(顶板，料盒，推支架，旋转气缸等)运

作时要平稳，顺畅；

f)排气方向应无漏气现象。

5.3.6 噪声要求

设备运行时，噪声不大于80dB。

5.3.7 安全要求

5.3.7.1 压力安全

压力容器应符合GB/T150.4-2024中9.1条规定。

5.3.7.2 电气安全

a)绝缘电阻应符合GB/T5226.1-2019中18.3条的规定；

b)保护连接电路的连续性应符合GB/T5226.1-2019中8.2条规定；

c)警告标志应符合GB/T5226.1-2019中第16章规定；

d)引入电源线端接法和切断开关应符合GB/T5226.1-2019中第五

章规定；

e)紧急停止应符合GB/T5226.1-2019中9.2.3.4条规定。

6 试验方法

6.1 试验准备
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打开空气开关→打开UPS电源开关→打开机械电器设备开关ON→打开

工控机开关→点击系统复位

如无特别规定，一般用目视检验外观或按样板检验。

6.2 加工及装配试验

依GB/T14253-2008中7.2的规定进行。

6.3 整机性能

6.3.1 固晶模块试验

6.3.1.1 顶针高度

标准：2200-2800脉冲

方法：系统复位后，依次打开“位置调节/Z轴”,查看“工作

高度”栏里的数据是否在要求的范围内。

6.3.1.2 摆臂上下固晶位置

标准：4500-5500脉冲

方法：系统复位后，依次打开“位置调节/U轴/”,查看“固晶位

1、固晶位2”栏里的数据是否在要求的范围内。

6.3.1.3 摆臂上下吸晶位置

标准：小50-500脉冲

方法：系统复位后，依次打开“位置调节/U轴/”,找到“吸晶位

”栏里的数据，用其依次减去两个固晶位的数值，看是否在要求范围

内。

6.3.1.4 摆臂上下预备位置

标准：比固晶位小1300脉冲以上

方法：系统复位后，依次打开“位置调节/U轴”,找到“预备位

”栏里的数据，依次两个固晶位的数值减去预备位的数值与1300比较

。
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6.3.1.5 点胶上下的点胶位置

标准：1200-1300脉冲

方法：系统复位后，依次打开“位置调节/Q轴”,分别查看“点

胶位1、点胶位2”栏里的数据是否在要求的范围内。

6.3.1.6 点胶前后的点胶位置

标准：点胶为死位

方法：系统复位后，依次打开“位置调节/R轴”,分别查看“点

胶位”,加碱10个脉冲是否能动。

6.3.1.7 点胶前后的粘胶位位置

标准：点胶头点在胶杯槽的中间位置

方法：目视点胶头看是否点在胶杯槽的中间。
6.3.1.8 B、C处工作台是否正常

标准：限位光电是否正常

方法：系统复位后，

a、依次打开“IO诊断/输入信号”;

b、找到限位光电位置；

c、用物体在限位光电位置来回摇动，看相应的位置是

否有颜色变化，同时ON/OFF的相互切换。

6.3.1.9 夹具开关

标准：夹具开关正常

方法：系统复位后，依次打开“IO诊断/输入信号”,分别点击

“夹具1中支架定位”、“夹具2中支架定位”和“支架固定”,同时

目视机械夹具区是否有松开、加紧的状况。

6.3.1.10 U轴正限位

标准：触点探测有效
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方法：系统复位后，用手搬动摆臂，同时依次打开"IO诊断/输

入信号”,目视“C1-HOME”位，ON和OFF是否相互切换。

6.3.1.11 XY平台工作范围

标准：XY限位范围内晶框不能与其他机构相撞，且半径为11000

方法：a、系统复位后，依次点击“系统参数”/“设备”,

目视“XY平台工作半径”栏读取数值并对照标准是否合格；

b、系统复位后，依次点击“取晶”/“路径”/“区域

”/“开始验证在开始“验证过程”中目视晶框是否与其它机构相

撞。

6.3.1.12 进料、出料系统

标准：进料、出料过程顺畅

方法：目视夹料口至料盒支架间隙要下多上少，至夹具时要

上多下少，按65%、35%左右。

6.3.1.13 料盒及轨道

标准：料盒上下要顺畅，切换料盒时正确

方法：系统复位后，打开“位置调节”,点击相应的料盒命

令,判断是否顺畅、正确。

6.3.1.14 调节杆与调节机米是否紧固

标准：紧固

方法：目视有无加螺纹固定胶。

6.3.1.15 固晶精度

标准：XY方向位置度偏差控制在±0.025mm以内；旋转角度控制

在±3度以内。

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

6.3.1.12
6.3.1.13
6.3.1.14
6.3.1.15
6.3.1.16


T/SZBSIA 004-2025

13

方法：固晶好的支架使用投影仪测量XY方向位置偏差，以及旋

转角度。

6.3.2 软件模块试验

标准：与软件参数表一致

方法：点击“软件参数”并用配套的软件参数表对照。

6.3.3 光学模块试验

6.3.3.1 镜头同轴度、垂直度

标准：调节放大倍数影像不偏移、镜头垂直

方法：a、点击“取晶”;

b、找到镜头调节座，调节焦距放大倍数目视影像有无偏

移不垂直。

6.3.3.2 辅助侧灯是否照正顶针帽中心

标准：照正顶针帽中心

方法：目视其有无照正顶针帽中心。

6.3.4 电路模块试验

6.3.4.1 电器柜开关

标准：切换UPS开关机台能正常运行

方法：切换UPS开关，检查机台能否正常运行。

6.3.4.2 散热风扇运转是否正常

标准：风扇运转匀速、无杂音

方法：停止机台运行，并找到风扇，目视其运转是否匀速，听

其是否有杂音。

6.3.4.3 光纤
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标准：进出料时，光纤信号有效时是否能正常运行

方法：系统复位后

a、打开“位置调节”点击相应的进、出料命令，看是否

能正常运行；

b、打开“IO诊断/输入信号”,用物体在限位光电位置

来回摇看相应的位置是否有颜色变化，同时有ON/OFF的相互切换。

6.3.5 气路模块试验

依GB/T14253-2008中7.3和GB/T7932-2017中5.2条规定进行。

6.3.5.1 气缸调节阀

标准：气缸运作时要平稳、顺畅

方法：运行各气缸所在的机械部位，目视平稳、顺畅。

6.3.5.2 正压表、负起压表的设定值

标准：正压表：0.35-0.6mpa负起压表：-75--80KPa

方法：找到两表位置直接读取数值并与标准对比。

6.3.5.3 正负气路是否漏气

标准：不漏气

方法：停止机台运行，目视两表数值是否变化，变化则漏气NG,

没有变化则不漏气OK。

6.3.6 噪声试验

依GB/T17248.3的规定进行。

6.3.7 电气安全试验

a)依GB/T5226.1-2019中18.2.2条规定检验电路的连续性；

b)依GB/T5226.1-2019中18.3条规定检验动力装置的绝缘电阻；
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c)依GB/T5226.1-2019中9.2.3.4、10.7.1、10.7.2条规定检验设备的

紧急停止。

7 使用说明书、标志、包装、运输和贮存

7.1 使用说明书

使用说明书的编写和提供应符合GB/T9969的规定，说明书中应注

明相应执行标准号。

7.2 标志

a)标志应包含产品铭牌、电气标牌、安全警告标志，其中安全警

告标志的位置、内容和形式应醒目；

b)产品铭牌应符合GB/T13306的规定，标明生产厂厂名厂址、产品

名称型号参数、出厂日期编号；

c)铭牌与各种标志应清晰，其固定位置应正确、牢固、不倾斜。

7.3 包装

零件、部件、附件、备件的外露加工表面在包装前进行除锈处

理。

7.3.1 包装图示

依GB/T191的相关规定，包含以下内容：

a)使用说明书；

b)合格说明书；

c)装箱单；

d)操作手册。

7.4 运输和贮存

7.4.1 运输
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运输中可应急采取防雨淋、防剧烈震动、防尘及防机械损伤的

措施。

7.4.2 贮存

储存于通风、干燥、无腐蚀物质的仓库内。
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